Comment garantir I'approvisionnement de
la Suisse en puces électroniques et semi-
conducteurs ?
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- Les semi conducteurs, fondation invisible de I'économie moderne :

opportunité stratégique pour la Suisse
Alexandre Pauchard, CEO CSEM

* Des matieres premiéres aux composants : les risques pour les chaines
d'approvisionnement en semi-conducteurs et comment les minimiser
Patrick Wager, Head of Technology and Society Laboratory, Empa

* Semi-conducteurs : options d'action
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FONDATION INVISIBLE DE LECONOMIE MODERNE -

SEMICONDUCTEURS

r
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OPPORTUNITE STRATEGIQUE POUR LA SUISSE
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LES SEMICONDUCTEURS SONT PARTOUT

COMMUNICATION

Systémes de navigation

Appareils photo

numériques

INFORMATIQUE

Ordinateurs portables
Processeurs (CPU)
Diodes
MicrocontrOleurs
Phototransistors

Emetteurs RF

CONSOMMATEUR/
loT

Distributeurs (DAB)
Détecteurs de fumée
Internet
Réfrigérateurs
Machines a café
Jeux vidéo

Machines a laver

SANTE

Capteurs de pression
artérielle

Appareils auditifs
IRM

Stimulateurs
cardiaques

Modules d’échographie

Moniteurs de patients

ENERGIE
INTELLIGENTE

Capteurs de
température A/C

Systemes logistiques
efficaces

Ampoules LED

Systemes de contrble

TRANSPORT

Systémes avancés
d’assistance a la
conduite

R sans fil Systemes domotiques Equipements de
adios . . )
Transistors Dispositifs de sécurité diagnostic
Scanners . . ;
Smartphones <« Systémes de
A . . navigation
Télévisions Electronique grand public,
Montres/horloges communications, informatique, santé,
équipements industriels, transports,
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UNE VOITURE CONTIENT PLUS
DE 2’000 PUCES, REPRESENTANT
40% DU COUT DE FABRICATION

—0—0—0—06—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—=0

Vision nocturne

Surveillance de la vigilance du conducteur
Enregistreur de données d’événement

Rétroviseur a atténuation automatique

Eclairage intérieur

Réduction active du bruit dans I'habitacle
Commandes de I'environnement de I'habitacle

Systeme de divertissement
Gestion de la batterie
Correction de trajectoire
Télépéage électronique
Clignotants numériques
Systeme de navigation
Systeme de sécurité
Suspension active
Assistance au démarrage en cote
Freinage régénératif

Surveillance de la pression des pneus

Systeme de stationnement
Contréle actif du lacet
Contréle électronique de stabilité

Réduction active du bruit d’échappement
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Freinage antiblocage

Commande électronique de I'accélérateur

Contréle de la transmission

Controle de la position du siege

Alerte de franchissement de ligne

Détection d’angle mort

Controle actif des vibrations
Arrét/Démarrage automatique
OBDII

Désactivation des cylindres
Distribution électronique variable
Direction assistée électrique

Freinage automatique
Régulateur de vitesse adaptatif
Eclairage avant adaptatif
Déploiement des airbags
Contréle du moteur

Contréles parentaux

Affichage téte haute
Enregistreur d’accident
Tableau de bord
Communications voix/données
DSRC

Acceés sans clé a distance
Commande des essuie-glaces

Source: How Many Semiconductor Chips Are There in a Car? — Economist Writing Every Day

LE coUT

Selon Deloitte, I'électronique
représente un pourcentage sans
cesse croissant du cout total
d'une voiture neuve.
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https://economistwritingeveryday.com/2022/01/04/how-many-semiconductor-chips-are-there-in-a-car/
https://economistwritingeveryday.com/2022/01/04/how-many-semiconductor-chips-are-there-in-a-car/
https://economistwritingeveryday.com/2022/01/04/how-many-semiconductor-chips-are-there-in-a-car/

LA CONVERGENCE TECHNOLOGIQUE ACCELERE LA
TENDANCE. QUID DE NOTRE SOUVERAINETE DIGITALE?

SEMICONDUCTEURS DONNEES INTELLIGENCE ROBOTIQUE
ARTIFICIELLE

Les puces électroniques sont au coeur Elles permettent la collecte et Traitées par d’autres puces, les Ces modeles accélerent la
des appareils et des machines I'exploitation des données données alimentent des modéles d’lA robotisation ou le développement de

médicaments

6 « CSEM 2 CsSem



LARGE CHAINE DE VALEUR: DESIGN, EQUIPEMENTS,
MATERIAUX, PRODUCTION, PACKAGING, TEST

Matériaux

Propriété Logiciels Machines
intellectuelle .
arm Cdence CIAEHR e ASML Alam TEL | shiziss @
TOP 10 FONDATIONS DE Qmagnaton SYNOPSYS HITACHI @ asme W ANTRON KL (Sitronic - S MCO
SEMI-CONDUCTEURS
Chiffre d'affaires (milliards de dollars US) ¢
au ter trimestre 2023 Design Production Packaging
2 u AJAIDVANTEST
. q:
$16.7B Tt osroapcom FAnvVIDIA 1 Qualconm > GIoqu‘F!undries TERADYNE
Corée du Sud |Ef[varve € XILNX ~ AMDZV  A707 WY e G mior
B USA
H Chine
W Israél . .
Design, production et test
Bmas  sAMSUNG aaicron intel onsem KioXIA INMO Renesas DISSE Cinfineon 'S 7
$3.4B
$1.8B $1.8B $1.5B
N O O T T W o =<2 M 25 oM B = R e
|
SAMSUNG UMMIC {ff= GlobalFoundries sm@ @ ower @)psmc VISE »DB Autre
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GRANDE VARIETE DE PUCES -
DES PLUS AVANCEES AUX PLUS EXOTIQUES

MARCHE CIBLE DES ACTEURS SUISSES

f Technologies Technologies Technologies niche}

avancées matures / legacy Photonique, SiC, ...

€ <SnviDA

IA, calculs haute-performance (HPC), RFID, Bluetooth, capteurs, automobile, Santé, batteries, industrie, quantum,
appareils mobiles, 5G, véhicules industrie, écrans, montres, ... biosensing, métrologie, ...
autonomes, défense, ...

8 « CSEM 2 CsSem



PUCES FABRIQUEES DANS DES SALLES BLANCHES -
DES PLUS COMPLEXES AUX PLUS SIMPLES

se concentrer sur design et test

O Alternative utilisé par nombreux acteurs:
FABLESS — sous traiter production,

Technologies avancées

Noeud 2nm:

tS:{,l"}C (Taiwan, $30mia/usine, $30k/wafer), Technologies matures / legacy
SAMSUNG (Corée),

intel. us).
_Zi Rapidus (Japan: $40mia, dés 2027)

Noeuds

10nm — 28nm / 40nm — 180+ nm,
$500mio-10mia/usine

Technologies niches -
Photonique, SiC, ...

Investissements plus faibles $50-200mio)
ACTEURS SUISSES 0
9 « CSEM
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FORCES DE LA SUISSE -
EXPLOITATION DES MARCHES DE NICHE

Puces et modules pour applications spéciales

Basse consommation Horloges atomiques

) —“"3\\..:’\ '»'—::'—: ' y
Evatec AG Capteurs, caméras Puces microfluidiques Accélérateurs IA
9 qualité ) créativité
g}”ﬁﬂ% performances {:QJ intégration multi-technologies
2. précision et fiabilité maitrise des processus de fabrication

10 + CSEM 2 CsSem



a-etris MonQey SLCIEAL ASULAB KUDELSK! o D kandou ¢'WrFicoN ETEL = op’rosic > IDUN cemet @@Melexis

ogie: SUSTAINABILITY

group
astrocast (infineon ‘Yl _@' @ Pridv 2 nmieonarion i 3Brain  PHINAK  greenteg
jedsy 3¢ smixn S OEETT cendiecry AT S, HAMILTON
@b'OX SIJSSJ\/IicroOptics ETE RI c H E Syn sense . - 7 Q
Y 4 A Y
2% RFbeam syng’enta SONY ECOSYSTEME O (7o bevices M@k sonovd
psenTe
e @D EN SUISSE w T W T
FEDERNFABR 'K Presta AG HUAWEI microelectronic AG
IOOiteCh liz.ii PreciLabs..
sensors & controls b R

& senbiosys arracsys STDK

MICRODUL  fid HexagoN | fmTess @ xsensio alevy W miromico
- T=3f _ H :
L LIGENTEC | ®YBRID:: numy_g;%ssus ===7= TrustRelay I s mg ca LIGHT

AlAF—

V (DQ maxon S sAFRAN
a

Pt e ¢ € O ADVANCED
CCRAFT  gwaTrcH GROUP a

OSRAM onsemi SEeENSIRION
SENSING IS LIFE

SAXSEM

Jumiphase ~ EVALELC  REIXEN VAT

- process systems :

5]
INTERVATIONAL -D'%gdicau e-Peas Vovere machineMD @ SmithNephew cicorel />-Cohu

AlpsenTek

11 + CSEM

= CSem



SWISSCHIPS - PROGRAMME DE SOUTIEN 2024-2027

| Mesure transitoire financée par le SEFRI visant a
¥ garantir une position forte des chercheurs et des
infrastructures de recherche suisses dans les
domaines des technologies des semi-conducteurs,
de la microélectronique et, plus préecisément, de la
conception de circuits intégrés (Cl) de pointe

PARTENAIRES DU PROJET

Project funded by

ETH:zirich | =PFL | =csem

SwissChips

= CSem



CONCLUSIONS

Semiconducteurs —

fondation
invisible de
I’économie
moderne

13 + CSEM

Stratégique pour
I'Europe et la Suisse —
essentiel pour
souveraineté
technologique, alors
que I'Europe a pris du
retard dans le domaine

Se concentrer sur nos
points forts — leaders
sur des marchés
spécialisés et de niche,
focalisation sur activités
de design et production
non standard

Opportunités dans
solutions intelligentes —
acteurs suisses bien
positionnés dans
domaine du design,
peuvent créer des
solutions a forte valeur
ajoutée




CONCLUSIONS

Essentiel d'agir vite —

Sans investissements audacieux et sans
détermination, I'Europe prendra encore
plus de retard.

C C X

14 + CSEM

Continuation du programme Swisschips au-dela
de 2027

Investissements pour le développement des
infrastructures de recherche et de développement

(salles blanches)

Soutiens ciblés aux entreprises actives dans le
domaine des semiconducteurs, p.ex. via un
financement Innosuisse

Initiative nationale sur le modéle de la Swiss
Quantum Initiative

= CSem
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Materials Science and Technology

Science et politique a table, 3 mars 2026, Berne
Des matieres premieres aux composants :
les risques pour les chaines

d'approvisionnement en semi-conducteurs

et comment les minimiser
Patrick Wager, Empa, ESM

Alessa Hool, ESM



Diversification actuelle et future de la chaine
d'approvisionnement en semi-conducteurs, par segment

Method * Distribution, 2022 Geo diversification
4%

Barriers to entry due to high R&D spend

HQ
revenue 51% 10% 9% 13% 8%6% @ - Diversification of where companies hire, locate,
and train talent for R&D and engineering
3% . . ..
Use of Al in design process for efficiency
EDA & H . . . .
Q 68% 25% - Growing domain-specific architecture
core IP revenue
3% - Focus on power, performance, and area

. Barriers to entry due to specialization and R&D intensity
Equipment HQ

& tools ERIE 47% 18% 26% - Moderate diversification of geographic footprint of

R&D and training centers by current market leaders

HQ Increased co-location near new fabs

H o, 9, L) 0 o,
Materials revenue 9% 6%/ S 2826 R 10% @ - Continual vulnerabilities in specific materials
categories and related critical minerals

Government incentive programs to attract fab investment

10% 8% NS R 18% e~ @ - Substantial CapEx across destination regions by
major companies, with the bulk in advanced logic

Wafer Site
Fabrication capacity

. - Policy support for conventional packaging in new markets
Site 6% 9% 28% 30% 20% @ in Southeast Asia, Latin America, and Europe

capacity . L . . ]
3% Disruptive impact of chiplets in advanced packaging
o

* value added by region in % BNLIS IS sp aniMTanwen [ EL Unchanged @ Moderate @ Substantial
M Korea M Mainland China M Others

1. Represents both fabless and IDM design ATP: Assembly, Test & Packaging; Core IP: Intellectual Property Core; EDA: Electronic Design Automation
Source: SEMI; Yole Group; BCG Analysis

BCG & SIA (2024) ; Le Conseil fédéral
(2026)
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= Estimation de la « criticité » des matieres premieres au °
sein de I'UE

A

= Approvisionnement mondial & Achats UE
— Concentration de l'offre (au niveau mondial, UE)

— Pays - Gouvernance (WGI)

% — Dépendance a I'égard des importations
i — Restrictions commerciales
_% — Difficultés d'approvisionnement
X .
% Q‘ba" 4 = Substituts
\(\C}&\o — Production, criticité et co-production
N
& = Recyclage
non-critical — Taux de recyclage en fin de vie (EOL-RIR)

:
Economic importance
EC (2023a)



* ¥ %

| Estimation de la « criticité » des matieres premieres au °
sein de I'UE

14 sur 41 20 sur 54 26 sur 61 30 sur 66 34 sur 70
(39 + 2 groupes) (51 + 3 groupes) (58 + 3 groupes) (63 + 3 groupes) (67 + 3 groupes)

IS

Critical raw'materigls/fyor the EU

- Study on the review of the list of Study on the EU's list of Study on the Critical Raw
. P e Critical Raw Materials Materials f the EU
e Criticality Assessments Critical Raw Materials aterials for the
Report of the Ad-hoc Working Group on 2023
defining critical raw materials ’/" REPORT ON CRITICAL RAW MATERIALS FOR THE EU (2020) FIALREBEME
F Final Report fnat epo
epor oc Working Group on defining crit materi
//
/ Hebsa Gs’::;yl e /’fnd is ey 2014 ’

P ropean Com

~2010 2014 2017

‘e Mean Business

Deloitte.  @prgn

Tor Appled Scientic Research Celopica Survey. TNO
e

Enterprise and Industry Directorate General website
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-> Prochaine mise a jour : 2027
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sein de 'UE

e —
[ ) Energies renouvelables a4
Ri, Li-ion batteries

Mobilité électrique ﬁﬂ\

Wind turbines

QU

Heat pumps

Technologies de I'information et de C/_\)
la communication ==

Data storage and servers

Industrie

=

- W
Aéronautique et aérospatiale, O &
Défense Robotics

" Estimation de la « criticité » des matieres premieres au °

Fuel cells

Traction motors

Hydrogen direct reduced iron and
electric arc furnaces (H2-DRI)

sl

Smartphones, tablets and laptops
e\m/
CZamaN®

Drones

O'I o [80

Electrolysers

Solar photovoltaics (PV)

R

Data transmission networks

g

Sl

Additive manufacturing (AM)

RO

Space launchers and satellites

EC (2023b)



Supply risk

* ¥ %
*

(2023)

34 matieres premieres/catégories de matieres

Matieres premieres critiques et stratégiques de I'UE

o \ L)
2 pTEITIeres critgues
- 2023
Niobium
L .
o Magnesium
Gallium e
® LREE
Boron
[
Phosphorus
[
. » Cobalt ®PGM
Scandium , Strontium
eVanadium
Arsen|ceNatural .qraphiteo Lithium Antirponyo Bismuth
[¢] i i e
Natural teak wood .Germanlum ‘ Beryllium e Titanium metal
o Feldspar, Hafnium 4 ®Silicon metal
Sapel d Heliu eMan anese Tungstene
apele woo | Baryte eFluorspar Tantalum Alu 9 9
Cohng 5 foCK
Natural cork Perlite© Xenon OZ|rccn|um Tin o Natural rubber .
Kaolln cla O OKrypto Silver . Molybdenum O Chromium
. Indiul Kj OMagneS|te Titanium Potash
Rheniumo Gyp . - ©
o HydrogerOB$nt|on|te TeIIurlucr:nd Seleonlumo Nickel Iron ore
Diatomite Silic® O Limestone OSulphur
o Aggregates ® Olead Zinc
Roundwood Copper

Economic importance

EC (2023a)



Supply risk

*

B (2023)

8 Matieres premieres critiques et stratégiques de I'UE

Scandium S
eVanadium

o] A
Natural teak wood e R S T T YT

(o] 0
Sapele wood Heliurne
Coking s

Qo

Natural cork Perlite© ] OXenon ©OZirconium Tin

. Kaolin claxI O OKrypton
mo O eon

. Indiul ©OMagnesite
Rheniumo 8 GypsumO

Hydroger® Bentonite Tellurium =~
0 O Talc © O Cadmium ;444 o O =
Diatomite Silic® O Limest OSulphur =
Aggregates ® oLz Znc  nnn
Copper = H

o
Roundwood

Economic importance

centre dans la fabrication de semi-
s conducteurs

@

= Essentielles pour les secteurs

16 matieres premieéres/catégories de matiéres premieres stratégiques

stratégiques, tels que les
énergies renouvelables, la
digitalisation, I'aéronautique
et 'aérospatiale, la défense ;

= Augmentation (significative)

de la demande prévue ;

= Enjeux liés a I'adaptation de
la production.

EC (2023a)



Finland
Nickel 38%

Norway =
Silicon metal 35°/9,§

United States :
Beryllium* 67%= X

Morocco :
Phosphate rock 27% =

~ Mexico =
Fluorspar 33%

Guinea:
Aluminium (bauxite) 63%:=
(RERMR]

DRC
Cobalt* 63%
Tantalum 35%

EEBrazil
=Niobium* 92%

- Chile
2 Lithium 79%

36%
71%
81%
94%
41%

Palladium*

Platinum*

i Rhodium*
Ruthenium*

1 Manganese

:entre dans la fabrication de semi-
conducteurs

South Africa #
Iridium*

Qatar

Tiirkiye Helium 35
Antimony 63%
99%

III‘III

Kazakhstan
Phosphorus 71% =
Titanium metal 36%- —

= Dependances nationales pour I'approvisionnement de
| 'UE en matieres premieres critiques et stratégiques

hina

aryte 45%
Bismuth 65% innnni
Gallium 71%

Germanium 459, ™ =
Magnesium 97% ™ -
Natural Graphite  40% = -
LREE 85% : :
HREE 100%

Scandium* 67% ™ -
Tungsten 32%

Vanadium* 62% LR

v

* share of global production
italic = extraction stage
regular = processing stage

EC (2023a) ; Goswami (2023)



.1 Restrictions commerciales pour les matieres premieres entrant

*

*

dans la fabrication de semi-conducteurs

Gallium and germanium: What « If you won't give us chips, we won't
China’s new move in microchip war  give you the materials to make those
means for world chips... »

® 2 August 2023

2023-2024 : Controle des exportations Ga/Ge/Sb

2024 : ContrOles d'exportation et obligation de licence
pour les matieres premieres « Dual-Use »

2024 : Interdiction d'exportation Ga/Ge/Sb aux USA
2025 : Contréles d'exportation Bi/In/Mo/Te/W

2025 : Controles d'exportation / Obligations de licence
/ Liste noire (USA) pour les éléments de terres rares,
les aimants et les technologies requises

BBC (2023)



*} Recyclage de matieres premieres critiques et stratégiques°

*

0 T T T TT]
o’ 60%
E 55%
1
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0 a2%
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:entre dans la fabrication de semi-conducteurs

EC (2023a) ; Eurostat (2026)



Recyclage de matieres premieres critiques et stratégiques

Strategic Projects under
the Critical Raw Materials Act

m

uropean |
Commission

Urban
Mine Waste stream  About Download all data
Platform

STATEGIC PROJECT

Your gateway to data on secondary
& critical raw materials in Europe

= ) » & - L] - Description of project

The GePETO project is a germanium refining &
recycling project in Belgium. It aims at
Batteries Buildings Mining Waste Slags and Ashes Vehicles WEEE Wind Turbines Strengthening Umicore's capabilities th rough
technology development and facility upgrading.
This will result in higher germanium recovery yields
from existing feed, in innovative processes
supporting the recovery of germanium out of

complex waste streams from European industry
stream icons above to enter the platform and begin to access the vast knowledge it contains. Read more and a more resilient supply of germanium products Project Name:

to the EU value chain. GePETO
Funded by
the European Union

Compare all data

The extensive data provided on the Urban Mine Platform was compiled by the FutuRaM project and gives detailed insight into the availability and recoverability of

secondary and critical raw materials contained in seven different waste streams in the EU, with projections along different scenarios to 2050. Click on the waste

UK Research
and Innovation

Materials Science and Technology

EC (2025) ; FutuRaM (2026) ; Rawclic (2026)



* *
*

Critical Raw Materials Act (2024)

Accés a un approvisionnement sécurisé
et durable en matieres premieres critiques

» |dentification de matieres premieres critiques et stratégiques ;

= Création de chaines d'approvisionnement sécurisées et résilientes ;

= Prévention et minimisation des risques ;

= Amélioration de la durabilité et de la recirculation des matieres
premieres critiques ;

= Diversification des importations de matieres premieres.

Valeurs indicatives 2023 pour les capacités d'approvisionnement UE

max. Beschaffung
aus einem Drittland*

inld()dische inldndische inldndisches
Gewinnung* Aufbereitung* Recycling*

»0¢c 9

10 % 40 % 25 % 65 %

* Part de la consommation annuelle de matieres premieres stratégiques

" Initiatives politiques en faveur d'un approvisionnement sécuriseé
~= = et durable en matieres premieres critiques et stratégiques

@

ReSource EU Action Plan (2025)

Accélération de la stratégie UE pour les matieres premieres

Mobilisation d’environ 3 milliards d’euros en 12 mois pour
les projets stratégiques prioritaires, au moyen d'instruments
de mobilisation tels qu’InvestEU, soutien de la BEI, fonds
d'innovation et Programme pour I'industrie européenne de la

défense ;

Renforcement de la coopération avec les partenaires
internationaux par une diplomatie plus volontariste dans le

domaine des matieres premieres critiques ;

Coordination du stockage, des achats communs et du
développement de projets par un « Critical Raw Materials
Centre » (modele : JOGMEC au Japon).

EC (2024) ; EC (2025)



Stratégies et mesures d'amélioration de la résilience de chaines
d’approvisionnement en semi-conducteurs en Suisse

@

Analyser et surveiller

= Analyse systématique des vulnérabilités des chaines d'approvisionnement pour les secteurs et technologies stratégiques ;

= Surveillance et prévision (scénarios). ‘
Améliorer les données et les informations (Qa(

= Collecte de données sur les entreprises relati endances critiques ;

= Mise en place d'une plateforme de dolqgs nationale pour les maﬁ % critiques, produits semi-finis et composants ?
Renforcer la recherche et I'innovation 6

= Focalisation sur les niches et les atouts (p.&x. e de puissance, capteurs / MEMS, systemes de test) ;

= Promotion de projets / progra e@ ratlon de l'efficience, substitution et recirculation.

Promouvoir I'intégration interNefionale

= Resserrer les liens avec les initiatives UE (notamment Chips Act, Energy & Raw Materials Platform, alliances pour les matieres
premieres) ;

= Coopérations ciblées / accords de libre-échange / conventions avec les pays riches en matieres premieres et en technologies.



Seml-conducteurs Optlons d’actlon

Juerg Leuthold™

(1) EPF Zurich, Institute of Electromagnetic Fields (IEF), 8092 Zurich, Suisse,

'EF Institute of Electromagnetic Fields Juerg Leuthold, Leuthold@ethz.ch | 09.03.26 | 28



Puces en semi-conducteurs : opportunités

Gros marché : Puces spéciales : niches et gros marché
puces pour serveurs, |IA, PC...

Capteur d’humidité : ultraprécis
(Sensirion)

'EF Institute of Electromagnetic Fields Juerg Leuthold, Leuthold@ethz.ch | 09.03.26 | 29



Semi-conducteurs : les conditions

Acceés a
» la conception de puces
» |a fabrication de puces

Un personnel qualifié et bien formé

'EF Institute of Electromagnetic Fields Juerg Leuthold, Leuthold@ethz.ch | 09.03.26 | 30



Un personnel qualifié et bien formé — Options d’action

Sites High-Tech

« USA : Importation de talents
 Nations émergentes dans le domaine de la
Tech : Programmation, développement
d’applis, les matiéres MINT occupent une
place importante dans les programmes
d’enseignement
« Asie: Corée du Sud, Chine, Taiwan,
Hong Kong, Singapour, Philippines,
Inde : programmation, codage,
développement d’applis
« Estonie : programmation dés l'école
primaire

'EF Institute of Electromagnetic Fields

Suisse

Il y a une pénurie de dipldbmé-e-s universitaires dans le
domaine des hautes technologies.

Systéme gymnasial élitiste

(peu de décrocheuses et décrocheurs, sélection sur
les langues)

Importation de talents :

(EPF Génie électronique : jusqu’a 60 % des
étudiant-e-s viennent de I'étranger)

Initiatives de recherche (limitées dans le temps)

Options d’action pour la Suisse :

Une formation MINT qui fait envie

(La programmation et le développement d’applis
passionnent!)

Probléme : il faut accepter d’introduire de
nouveaux contenus et d’en supprimer.

Des initiatives de recherche qui perdurent
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Le défi de la fabrication de puces

Deux grands défis infrastructurels a relever

= Conception = Fabrication
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Fabrication de puces : exemple d’'une puce spéciale

Rétine électronique permettant de restaurer la vision
en cas de dégradation de la rétine

.

-7

‘J’Q 2
3.
_é@ X .
;@

0

a5

——Background intensity 1 Background intensity 2

----- Background intensity 3

- Background intensity 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Logarithm of Light Intensity(arbitrary units)

Nouveau photodétecteur

Le détecteur peut

Stimulation
Electrode

couvrir une luminosité

sur 9 puissances de
dix !
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Fabrication de puces : étapes de la fabrication de rétines
électroniques

Markers & Trenches Insulation Planarization
— Ml — T —
ICP 1 PECVD CMP & RIE
Contacting Patterning Graphene Transfer Insulation

I - — I -
Evaporator RIE Custom Setup ALD

|

Passivation Wiring

ALD Evaporator
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Fabrication de puces : zoom sur une étape de fabrication

Insulation Planarization

Substrate

Spin Coating bve Resist
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Fabrication de puces : initiatives mondiales sur les puces

USA EU China ‘South Korea Japan Taiwan

CHIPS for America European Chips Act Big Fund Ill Microelectronics Investment Fund Taiwan Chips Act
Act :and IPCEI i i Cluster : Microelectr. industry
$52 bn >$19bn $41bn' ~$3bnz $6.8bn | Tax Incentives

by 2026 ; by 2030 by 2028 by 2032 by 2026 until 2029

Source : Strategy & analysis (LinkedIn)

= Plusieurs Chips Acts ont été adoptés : EU Chips Act, US CHIPS act...

= Cloisonnement technologique de la conception et de la production (USA, Chine, UE, etc.)
Souveraineté digitale
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La solution

* Regrouper les appareils sur quelques sites
+ Partager 'infrastructure entre partenaires égaux
* Universités
* Industrie
» Start-ups
IMEC, Louvain, Belgique
« Petit pays. En 1984, décision de construire une infrastructure nationale de salle blanche a Louvain:

modeéle d’innovation ouverte.
C'est-a-dire recherche pré-compétitive, entreprises sans usine, R&D de I'industrie et des universités

*  Aujourd’hui, infrastructure de 700 millions d’euros, 5000 personnes employées
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La solution

Regrouper les appareils sur quelques sites
Partager I'infrastructure entre partenaires égaux
* Universités
* Industrie

VTT Technical Research Centre of Finland and Aalto University
» Start-ups

'EF Institute of Electromagnetic Fields
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Swiss Chip Alliance : un regroupement de fabricants @cmngRM

Swiss Chip Alliance (SCA) Swiss Chlp Alliance
u Réseau deS prinCianX Semiconductor and Photonics Research and Innovation Centers

exploitants de salles ETH:ziirich

blanches ;
Y @chioFablob @Empa

[ | Réseau CompOSé de f_’ Switzerland

W SWITZERLAND
INNOVATION

# .  Industry Partners

“~ N swiTzERLAND
N INNOVATION
o

o Laboratoires de recherches

o Industrie
Grande industrie,
PME, start-ups,

m Usines de fabrication de
puces spéciales pour
’électronique et la
photonique

BRNC

Binnig and Rohrer
Nanotechnology Center

.Sensor. OOST
innovation
hub. s fhseoh

“= W swiTzERLAND
INNOVATION
B

o
1 €
W SWITZERLAND

INNOVATION
PARK NETWORK WEST EPFL

Objectifs :
« Mutualiser les outils de conception

- Mettre a disposition une infrastructure de fabrication
- Former les travailleuses et travailleurs qualifiés

@ Application/Technology Center
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Options d’action : acces aux usines par regroupement (ex. ZH)

- T e e s

i, .
= LT
i
e =
Nt .
P L] Hi0 S
= b - [ —
| L
Iy
—

BRNC (IBM & ETH), RUSChIikﬁ
EPF, CT Clenrooms
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Opportunités et options d’action pour la Suisse

Les opportunités
» Existence d’'un marché important pour les produits de niche : un atout de la Suisse

Les conditions
* Bonne formation des travailleuses et travailleurs qualifiés
» Acceés aux outils de conception
» Acceés aux usines

Les options d’action

« Attirer des travailleuses et travailleurs qualifiés, Susciter I'enthousiasme pour la
technologie : adapter les programmes d’enseignement
Former les travailleuses et travailleurs qualifiés : Programmes prioritaires dans la
recherche (p. ex. SwissChips)...

* Promouvoir la recherche et le développement des entreprises : Innosuisse

» Garantir 'accés aux matieres premiéres, produits semi-finis et semi-conducteurs finis

» Acces aux outils de conception via des centres de conception

» Acceés aux usines par regroupement sur quelques sites
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Merci !
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Autres spécialistes (en plus des orateurs)

Julia Arlinghaus Thomas Schulthess

Ordinaria fiir Logistik & Supply Chain Direktor Swiss National Supercomputing
Management, Universitat St. Gallen Centre (CSCS), Professor fiir computational

académies suisses physics, ETH Zirich
=¥ des sciences Science et Politique a table - Berne - 03.03.2026



Comment garantir I'approvisionnement de
la Suisse en puces électroniques et semi-
conducteurs ?

SCIENCE ET POLITIQUE
2 lable!

«p



